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■製品仕様

■製品概要

MG110-JPは、M2M、IoTアプリケーションに適した小型、低価格のLTE 

Cat.1通信対応モジュールです。

・Qualcomm MDM9207

・VoLTE, SMS, GNSS, FOTA対応

・Windows, Linux, Android対応

・USB 2.0, UART, GPIO, I2C, ADC, Digital audio interface

MG110-JP

メーカー名 Fibocom Wirless Inc.

チップセットベンダー/モデル Qualcomm/MDM9607

5G

SA ☓

NSA ☓

周波数 -

4G
カテゴリ Cat.1

周波数 B1/B3/B8

通信機能

SMS 〇

データ 〇

音声(VoLTE) 〇

国際ローミング 〇

測位システム
StandAlone 〇

A-GPS 〇

動作温度 -30～+75℃

フォームファクタ LGA

サイズ(W×H×D) 26.2mm×24.2mm×2.2mm

重量 約3g

■お問い合わせ先

製品ページ
外部リンク -ユーザーインターフェイスとジェ
スチャーアイコン 
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